
仕様書の内容は、予告なく変更されることがあります。
特定の目的においては実際のデバイス性能をお確かめください。

品　名

I I
トリップ時の

23 ℃
TÜV

R R T E300792 R50458724

PRCP-ASML010/6 6 50 0.10 0.3 0.15 3.0 0.5 1.0 0.5

PRCP-ASML020/6 6 50 0.20 0.5 0.10 1.6 1.0 1.0 0.5

PRCP-ASML035/6 6 50 0.35 0.7 0.05 0.85 8.0 0.1 0.5

PRCP-ASML050/6 6 50 0.50 1.0 0.04 0.50 8.0 0.1 0.5

アプリケーション
ポリマー

抵抗値変化（標準値）±10 %

-40 ℃
変化なし 

 A 変化なし (R  < R < R )

R 1max

T

トリップのないこと

V , I , 100 サイクル

V , I

 

  
面実装デバイス

0

R *

:

(A) (A)

温度軽減チャート - Ihold  (A)

品　名
周囲動作温度

-40 ℃ -20 ℃ 0 ℃ 23 ℃ 40 ℃ 50 ℃ 60 ℃ 70 ℃ 85 ℃

PRCP-ASML010/6 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04

PRCP-ASML020/6 0.32 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08

PRCP-ASML035/6 0.56 0.49 0.42 0.35 0.28 0.24 0.21 0.17 0.14

PRCP-ASML050/6 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20

Volts Amps
( )

PRCP-ASML/X 

応答性の速い

判定基準条件項目

保管条件
開封前

開封後

+40 ℃ max. / 70% RH max.

+40 ℃ max. / 10% RH max.

フロアライフ 開封後
+30 ℃ max. / 60% RH max.、４週間以内

(IPC/JEDEC Standard J-STD-020 MSL:2a)

ESD分類 Class 6 (AEC-Q200-2,HBM)

抵抗値変化（標準値）±30 %
抵抗値変化（標準値）±30 %

試験手順および必要条件

P.R.C.P.ごとの機械特性による
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PRCP-ASML/X
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• 仕様を満たさない

•

•

Temperatu re of Lead/Pad Junction

Process Materials Temperature Time
Description Interval

erutarepmet mooR5.0 uC / 0.3 gA / 5.69 nS•o t etsap redlos ylppA.1
 on ro elbulos retaw yollA) kciht lim 01 - 8( draob tset

clean solder paste
(see note 1)
• single sided epoxy glass
(G10) (UL approved)
• PC board approx. 4x4x.06 in .

draob/stinu 6d raob otno stinu tset ecalP.2
3. Ramp up nevo noitcevnoC (see note 2) 2.5 °C ± 0.5 °/sec.
4. Preheat (TS . c e s 0 3 ± 0 9 C ° 0 9 1 o t C ° 0 5 1)
5. Time above liquidus (TL . c e s 0 9 - 0 6C ° 0 2 2)
6. Peak temperature (TP ° 5 - / ° 0 + C ° 0 5 2)

10-20 sec. within
5 °C of peak

. c e s / C ° 5 . 0 ± C ° 3 e r u t a r e p m en w o d p m a R . 7
(see note 2)

deriuqer sAF° 061 ot F° 27dezinoied erusserp hgiHe lfiorp naelc retaw gninaelC.8
.xam ISP 56 retaw (22 °C to 71 °C)

Inspect solder joint to determine if solder joint is
acceptable (i.e. exhibits wetting of joint’s surface).
Use the following criteria (ref. acceptability of printed
board assemblies, IPC-A-610):
A) Acceptable (see Figure 1)
(1) The solder connection wetting angle (solder to
component and solder to PCB termination) 
does not exceed 90 °.

(2) Solder balls that do not violate minimum 
electrical clearances and are attached 
(soldered) to a metal surface.

B) Unacceptable (see Figure 2)
(1) Solder connection wetting angle exceeding 
90 °.

(2) Incomplete reflow of solder paste.
(3) Dewetting.

If unacceptable, determine cause and correct prior to
next run.
NOTES:
1. Water soluble solder paste only above 100K.
2. Refer to ref. temperature profile. Temperature at 
lead/pad junction with “K” type thermocouple.

3. Units that are board mounted for environmental 
testing must see a peak temperature in the reflow 
zone, as specified. This is to ensure that all test 
units will see “worst case conditions”.

4. Ramp down rate to be measured from 245 °C to 
150 °C.

5.   Process Description 8 does not apply to open 
frame trimmers.

(Derived using 6-zone Convection Oven)
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PRCP-ASML/X シリーズ – ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター

8.00 ± 0.10
(0.315 ±0.004)

4.00 ± 0.10
(0.157 ±0.004)

10X =
40.0 ± 0.20

(1.575 ±0.008)

14.4*
(0.57)

50
(1.97)

MIN.
ハブ径

2.00 ± 0.05
(0.079 ± 0.002)

2.00 ± 0.05
(0.079 ±0.002)

0.055 ± 0.010
(0.0022 ±0.0004)

0.70 ± 0.05
(0.028 ±0.002)

1.18 ± 0.05
(0.046 ±0.002)

1.75 ± 0.10
(0.069 ±0.004)

390
(15.35)

カバー
テープ

0.60 ± 0.05
(0.024 ±0.002)

MAX.
185

(7.283)
MAX.

*ハブで測定

巻き始め MIN.

160
(6.30)

巻き終わり MIN.

8.4 +1.5 / -0*
(0.331 +0.059 / -0)

1.55 ± 0.05
(0.061 ± 0.002)

3.50 ± 0.05
(0.138 ±0.002)

寸法：
mm

(インチ)

PRCP-ASML/X シリーズ EIA-481に準拠

包装仕様

φ

仕様書の内容は、予告なく変更されることがあります。
特定の目的においては実際のデバイス性能をお確かめください。
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